
Vítejte v O-vedení

O-vedoucí se snaží být vaším jedním stopovým řešením v dodavatelském řetězci EMS, včetně designu
PCB, skládání plošných spojů a sestavy PCB, poskytujeme některé z nejmodernějších technologií PCB,
včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, vícevrstvé PCB, pevné pružné PCBS.We Podpora z prototypu rychlého
otáčení na střední a hmotnostní výrobu.

Obecně platí, že naše globální zákazníci jsou velmi ohromeni našimi službami: rychlá reakce,
konkurenceschopná cena a závazek kvality.

Při pohledu do budoucnosti bude o-vedoucí soustředit na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky
jako vždy, a učinit přetrvávající úsilí na služby PCB & PCBA jednorázové služby poskytovat prvotřídní
služby a vytvořit více hodnot pro naše zákazníky.

Pro více informací klikněte pro více informací:L.OW Cena PCB Fabrication Poe OEM výroba

Popis výrobku

Raspberry Pi Poe Feature Compute modul IO Board (ČínaH.Výrobce modulu ALF díry)

https://www.o-leading.com/cz/products/Faster-Networking-Multi-Media-Capability-Powerful-Processor-Completely-Upgraded-Raspberry-Pi-4-Model.html
https://www.o-leading.com/cz/products/Faster-Networking-Multi-Media-Capability-Powerful-Processor-Completely-Upgraded-Raspberry-Pi-4-Model.html
https://www.o-leading.com/cz/products/Pcb-Assembly-Service-Retains-Most-Enhancements-in-Smaller-Form-Factor-Raspberry-Pi-3-Model-A.html
https://www.o-leading.com/cz/products/Pcb-Assembly-Service-Retains-Most-Enhancements-in-Smaller-Form-Factor-Raspberry-Pi-3-Model-A.html


Přehled.

Počítačová deska Compute Module PoE je vývojová deska, do kterého se můžete připojit modul Raspberry
PI Compute do, a využít prostředky PI flexibilněji. S funkcí PoE (Power over Ethernet) a univerzální
palubní periferní rozhraní je vhodná pro vyhodnocení modulu Raspberry PI Compute, je také ideální
volbou pro koncové produkty.

Funkce

* Raspberry PI GPIO záhlaví, pro připojení druhů malinových pi klobouků
* 10 / 100m Auto-vyjednávací ethernetový port s povoleným PoE
* 4x USB porty, umožňuje připojení více zařízení USB
* 2x CSI kamera rozhraní
* Na palubě rozhraní HDMI / DSI pro připojení displejů
* Na palubě USB do UART, pro sériové ladění
* Rozhraní chladicího ventilátoru, automatické běh na napájení nebo řízené IO piny
* Přijímá izolované SMPS (spínací režim napájení)

Specifikace

* Napájení: Micro USB port / poe ethernetový port
* POE POWER INPUT: 37V ~ 57V DC IN
* Poe výkonový výstup: 5V 2.5A DC
* Network Standard: 802.3af Poe Standard
* Rozměry: 114 mm × 84,4mm
* Montážní otvor Velikost: 3,2 mm

Co je na palubě



1. Compute modulové rozhraní: pro připojení compute modul (cm3 / cm3l / cm3 + / cm3 + l)
2. Raspberry Pi GPIO záhlaví: pro připojení malinových píček
3. PoE povoleno ethernetový port: 10 / 100m auto-vyjednávání, pro připojení směrovače nebo spínače s
funkcí PoE
4. Rozhraní DSI: Zobrazení porty pro připojení Raspberry PI LCD
5. Port USB: 4x USB porty pro připojení zařízení USB
6. Rozhraní CSI: 2x CSI Camera porty pro připojení Malinové PI fotoaparátu
7. Port HDMI.
8. USB do rozhraní UART: Pro sériové ladění
9. USB Slave Interface: Umožňuje vypálit systém systému do Compute modulu 3/3 +
10. POWER PORT: 5V 2.5A
11. Slot pro kartu TF (spodní strana): Vložte mikro SD kartu s předběžným systémem, spusťte vypočítací
modul 3/3 + LITE VARIANT
12. Rozhraní chladicího ventilátoru
13. LAN9514 (spodní strana): Plně integrovaný USB HUB a 10 / 100m Ethernet regulátor
14. SI3404 Poe Power Management Chip (spodní strana)
15. CP2102 USB k UART Converter
16. EP13 Poe Power transformátor
17. Optický izolátor
18. Dva indikátory LED:
Červená: Raspberry PI napájecí indikátor
Zelená: Indikátor provozního stavu provozu Raspberry PI
19. Indikátor síťového sítě
20. Mostový usměrňovač
21. VGX Power Config Jumper: Config I / O úroveň
22. Výstupní nastavení UART:



Vlevo: Připojte sériový port CP2102 a sériový port Raspberry Pi
Správné právo: Odpojte sériový port CP2102 a Sériový port Raspberry Pi
23. Chladicí ventilátor Config:
P34: Ventilátor je program řízen pomocí P34 PIN
CZ: Ventilátor je přímo napájen z napájecího zdroje 5V
24. Poe Config:
DIS: Zakázat PoE
CS: Povolit PoE
25. Poe Power napětí měřicí podložky

Příklad

Poznámka: Compute modul na fotografii není součástí dodávky.

Rozměry



Náš tým













Certifikace







Procesní schopnost
Výrobní schopnosti PCB.
Počet vrstev 1ALER-32LAYER.
Dokončená tloušťka mědi 1 / 3OZ-12OZ
MIN LINE Šířka / Rozteč interní 3.0mil / 3,0mil.
Minimální šířka čáry / vzdálenost externí 4.0 mil / 4,0mil.
Maximální poměr stran 10: 1.
Tloušťka desky 0,2 mm-5,0 mm.
Max. Velikost panelu (palce) 635 * 1500 mm.
Minimální velikost vrtaného otvoru 4mil.
Tolerance zátokého otvoru +/- 3mil.
Biind / Pohřbeno VIAS (typy AII) ANO
Prostřednictvím výplně (vodivé, nevodivé) ANO
Základní materiál FR-4, FR-4HIGH TG.Halogenský materiál, Rogers, hliníková základna,Polyimid, těžká měď
Povrchová úprava HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMMERSION SILVER,lmmerze cín, zlaté prsty, uhlíkový inkoust

SMT Výrobní schopnosti

Materiál PCB. FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku, FPC

Max Size PCB. 510x1500mm.

MIN PCB SIZE. 50x50 mm.

Tloušťka pcb. 0,5 mm-4,5 mm.

Tloušťka desky 0,5-4 mm

Velikost min 0201.

Standardní komponenta velikosti čipu 0603 a větší

Komponenta max. Výška 15 mm

Min 0,3 mm

Min bga míč hřiště 0,4 mm

Přesnost umístění +/- 0,03 mm.

Balení a dodání





Faq.

1. Jak se o-vedení zajišťují kvalitu? Naše vysoká kvalita byla dosažena s následujícími.
1.1 Proces je přísně kontrolován podle normy ISO 9001: 2008.
1.2 Rozsáhlé využívání softwaru při řízení výrobního procesu
1.3 Nejmodernější testovací zařízení a nástroje. Např. Létající sonda, rentgenová kontrola, AOI
(automatizovaný optický inspektor) a ICT (testování v obvodu).
1.4.Dedikovaný tým zajištění kvality s procesem analýzy selhání
1.5.Continuous Školení a vzdělávání zaměstnanců

2. Jak o-vedoucí udržuje konkurenční cenu?
Během posledního desetiletí se ceny mnoha surovin (např. Měď, chemických látek) zdvojnásobily,
ztrojnásobily nebo čtyřnásobek; Čínská měna RMB ocenila 31% nad americkým dolarem; A naše pracovní
náklady se také výrazně zvýšily.
O-vedoucí však udržovali naši cenu stabilní. To vlastní zcela na naše inovace při snižování nákladů,
vyhnout se odpadům a zlepšování účinnosti. Naše ceny jsou velmi konkurenceschopné v průmyslu na
stejné úrovni kvality.
Věříme v partnerství Win-win s našimi zákazníky. Naše partnerství bude vzájemně prospěšné, pokud vám
můžeme poskytnout náklady na hranu a kvalitu hran.



3. Jaké druhy desek mohou o-vedoucího procesu?
Společné FR4, high-tg a bez halogenových desek, Rogers, Arlon, Telfon, hliníkové / měděné desky, PI atd.

4. Jaké údaje jsou potřebné pro výrobu PCB & PCBA?
4.1 BOM (kusovní list) s referenčními označením: Popis komponenty, jméno výrobce a číslo dílu.
4.2 Soubory Gerber PCB.
4.3 Výkres výroby desek PCB a výkres sestavy PCBA.
4.4 Zkušební postupy.
4.5 Mechanická omezení, jako jsou požadavky na výšku montáže.

5. Jaký je typický proces procesu pro vícevrstvé PCB?
Řezání materiálu → Vnitřní suchý film → Vnitřní leptání → Vnitřní AOI → Multi-Bond → vrstva Stack Up
Lisování → Vrtání → PTH → Panelové pokovování → Vnější suchý fólie → Vzorkové pokovování → vnější
leptání → Vnější aoi → Směrování → E / T → Vizuální kontrola.

6. Jaké jsou klíčové vybavení pro výrobu HDI?
Seznam klíčových zařízení je následující: Laserový vrtací stroj, lisovací stroj, řada VCP, automatická
vystavení stroje, LDI a atd.
Zařízení, které máme, jsou to nejlepší v průmyslu, laserové vrtné stroje jsou z Mitsubishi a Hitachi, LDI
stroje jsou z obrazovky (Japonsko), automatické vystavení strojů jsou také z Hitachi, všechny z nich
mohou splňovat technické požadavky zákazníka.

7. Kolik druhů povrchových úpravy O-olovo může udělat?
O-Leader má plnou sérii povrchové úpravy, jako je: Enig, OSP, LF-HASL, pozlacení (měkký / tvrdý),
ponoření stříbro, cín, stříbro, pokovování, ponoření plechovky, uhlíkový inkoust a atd. OSP, ENIG, OSP +
ENIG Běžně používaný na HDI, obvykle doporučujeme použít klient nebo OSP OSP + ENIG, pokud je
velikost BGA podložky menší než 0,3 mm.

8. Jaká je vaše schopnost pro FPC? Může o-vedoucí poskytovat SMT službu také?
O-vedoucí může vyrobit FPC z jedné vrstvy na 8laYER, velikost pracovního panelu může být až 2000mm *
240mm, naleznete podrobnosti o stránce "Flex Capability"
Poskytujeme také SMT One Stop Service zákazníkovi.

9. Jaké jsou hlavní faktory, které budou mít vliv na cenu PCB?
Materiál;
Povrchová úprava;
Technologie obtížnosti;
Různá kritéria kvality;
Charakteristika PCB;
Platební podmínky;
Různých výrobních zemí.

10. Jaká je definice PCB, PwB a FPC a jaký je rozdíl?
PCB je krátká pro desku s plošnými spoji;
PwB je krátká pro tištěnou drátěnou desku, stejný význam jako deska s plošnými spoji;
FPC je krátká pro flexibilní tiskovou desku.

11. Jaké faktory by měly být zváženy při výběru materiálu pro desku PCB?
Pod faktory by měly být zváženy, když si vybereme materiál pro PCB:
Hodnota TG materiálu by měla být větší než provozní teplota;
Nízký materiál CTE má dobrý výkon tepelné stability;
Dobrá tepelná odolnost výkon: Normálně se PCB musí odolávat 250 ℃ po dobu nejméně 50. let.
Dobrá bytost; S ohledem na elektrické vlastnosti, nízká ztráta / vysoký materiál permitivita se používá na



vysokofrekvenčním PCB; Polyimidový substrát skleněných vláken použitý pro flexibilní PCB; Kovové jádro
se používá, když má výrobek přísný požadavek rozptýlení tepla.

12. Jaké je zásluhy O-vedoucího je tuhý-Flex PCB?
O-vedoucí PCB PCB má znaky oba FPC a PCB, takže může být použit v některých speciálních výrobcích.
Některá část je flexibilní, zatímco druhá část rigidní, může pomoci uložit vnitřní prostor produktu, snížit
objem produktu a zlepšit výkon.

13. Jak provést výpočet impedance?
Systém kontroly impedance se provádí pomocí některých zkušebních kupónů, SI6000 měkkých a zařízení
500S zařízení z polárních nástrojů.
Zařízení měří impedanci na reprezentativní configuration Componfiguration Coupon, jehož klient nám dal
určitou hodnotu a toleranci.


